
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被処理体に所定の処理を施す

処理装置において、装
置内を除電する除電方法であって、

静電気中和機能を有
する部材を、被処理体の処理フローの少なくとも一部のフローで装置内にフローさせて装
置内を除電することを特徴とする除電方法。
【請求項２】
前記静電気中和機能を有する部材は、その 面の寸法および形状が被処理体

と略同一であることを特徴とする請求項１に記載の除電方法。
【請求項３】
被処理体に処理を施す処理機構と、
被処理体を収容する被処理体収容部と、
静電気中和機能を有する部材を待機させる待機部と、
被処理体および前記静電気中和機能を有する部材を選択的に前記処理機構に対して搬入出
するための搬送機構と、
所定数の被処理体の処理が終了した後、被処理体の処理フローの少なくとも一部のフロー
で前記静電気中和機能を有する部材を装置内にフローさせるように前記搬送機構を制御す
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処理機構と、被処理体を収容する被処理体収容部と、静電気
中和機能を有する部材を待機させる待機部と、被処理体および静電気中和機能を有する部
材を選択的に前記処理機構に対して搬入出する搬送機構とを備えた

所定枚数の被処理体の処理が終了した後、前記搬送機構により、前記

主 の主面の寸法
および形状



る制御手段と
を具備し、前記静電気中和機能を有する部材により装置内を除電することを特徴とする、
除電機能を備えた処理装置。
【請求項４】
被処理体に処理を施す複数の処理機構を備えた処理部と、
被処理体を収容する被処理体収容部と、
静電気中和機能を有する部材を待機させる待機部と、
被処理体および前記静電気中和機能を有する部材を選択的に前記処理部に対して搬入出す
るための第１の搬送機構と、
前記処理部内で各処理機構に対して被処理体または前記静電気中和機能を有する部材を搬
入出するための第２の搬送機構と、
所定数の被処理体の処理が終了した後、前記待機部から前記静電気中和機能を有する部材
を取り出し、その部材を被処理体の処理フローの少なくとも一部のフローで装置内にフロ
ーさせるように前記第１の搬送機構および第２の搬送機構を制御する制御手段と
を具備し、前記静電気中和機能を有する部材により装置内を除電することを特徴とする、
除電機能を備えた処理装置。
【請求項５】
被処理体を処理する処理室を複数備えた処理
被処理体を複数収納可能な容器

被処理体 搬送する搬送機構と
、
この搬送機構に所定のタイミングで静電気中和機能を有する部材を保持させるように

制御する制御機構と
を具備することを特徴とする処理装置。
【請求項６】
被処理体を処理する処理室を複数備えた処理
被処理体を複数収納可能な容器

被処理体 搬送する の搬送
機構と、

搬送機構に所定のタイミングで静電気中和機能を有する部材を保持
させるように 制御する制御機構と
を具備することを特徴とする処理装置。
【請求項７】
前記制御機構は、所定のタイミングでかつ所定の順番で静電気中和機能を有する部材を保
持させるように制御することを特徴とする請求項 に記載の処理装置。
【請求項８】

被処理体を支持または保持する機構に接触する
することを特徴とする 処理装置。

【請求項９】
前記静電気中和機能を有する部材は、その 面の寸法および形状が被処理体

と略同一であることを特徴とする、請求項３ 請求項 に記
載の処理装置。
【請求項１０】
さらに、前記待機部にて前記静電気中和機 を有する部材を除電する除電手段を備えたこ
とを特徴とする請求項３ のいずれか１項に記載の処理装置。
【発明の詳細な説明】
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部と、
を載置する容器載置部と、

　静電気中和機能を有する部材を待機させる待機部と、
および静電気中和機能を有する部材を選択的に前記処理部に

前記
搬送機構を

部と、
を載置する容器載置部と、

　静電気中和機能を有する部材を待機させる待機部と、
および静電気中和機能を有する部材を選択的に前記処理部に 第１

　前記処理部内で各処理室に対して被処理体または前記静電気中和機能を有する部材を搬
送する第２の搬送機構と、
前記第１および第２の

前記第１および第２の搬送機構を

５または請求項６

前記静電気中和機能を有する部材は、 こと
で除電 請求項３から請求項７のいずれか１項に記載の

主 の主面の寸法
および形状 から ８のいずれか１項

能
から請求項９



【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えばＬＣＤ基板や半導体ウエハ等の被処理体に対して所定の処理を行う処理
装置を除電する除電方法、ならびに処理中に除電を行う処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えばＬＣＤや半導体デバイスの製造においては、被処理体としての基板にフォトレジス
トを塗布し、回路パターンに対応してフォトレジストを露光し、これを現像処理するとい
う、いわゆるフォトリソグラフィー技術により回路が形成される。
【０００３】
このようなレジスト塗布・現像工程は、基板を洗浄する洗浄ユニット、基板に対してアド
ヒージョン処理を行うアドヒージョンユニット、基板にレジスト膜を塗布する塗布ユニッ
ト、基板を加熱する加熱ユニット、加熱された基板を常温まで冷却する冷却ユニット、露
光後の基板に現像処理を施す現像ユニットを備えたレジスト塗布・現像システムによって
なされる。
【０００４】
このようなレジスト塗布・現像システムにおいては、各ユニットにおいて基板載置台や真
空チャック等が存在し、これら各ユニットに対し、搬送アームにより基板を搬送するが、
これら基板載置台、 チャック、および搬送アーム等は帯電しやすく、静電気が発生し
やすい。このように静電気が発生した部分はパーティクルが吸着しやすく、このようなパ
ーティクルが基板に対して悪影響を及ぼす。また、静電気破壊の原因ともなる。このため
、従来は処理装置の静電気が発生した部分をイオナイザーを利用して除電している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、イオナイザーは装置が大がかりであって高価であり、しかもメンテナンス
が必要であるという欠点がある。また取付場所が限定されるため、除電することができな
い部分が生じる。さらに、イオナイザー自体からパーティクルが発生するおそれがある。
本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであって、イオナイザーを用いずに簡易に確実
に処理装置の除電を行うことができる除電方法、およびこのような除電が可能な除電機能
を有する処理装置を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、 第１ は、被処理体に所定の処理を施す

処理装置において、装置内を除電する除電方法であって
、

静電気中和機能を有
する部材を、被処理体の処理フローの少なくとも一部のフローで装置内にフローさせて装
置内を除電することを特徴とする除電方法を提供する。
【０００７】

第２ は、被処理体に処理を施す処理機構と、
被処理体を収容する被処理体収容部と、
静電気中和機能を有する部材を待機させる待機部と、
被処理体および前記静電気中和機能を有する部材を選択的に前記処理機構に対して搬入出
するための搬送機構と、
所定数の被処理体の処理が終了した後、被処理体の処理フローの少なくとも一部のフロー
で前記静電気中和機能を有する部材を装置内にフローさせるように前記搬送機構を制御す
る制御手段と
を具備し、前記静電気中和機能を有する部材により装置内を除電することを特徴とする、
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真空

本発明の の観点で 処理
機構と、被処理体を収容する被処理体収容部と、静電気中和機能を有する部材を待機させ
る待機部と、被処理体および静電気中和機能を有する部材を選択的に前記処理機構に対し
て搬入出する搬送機構とを備えた

所定枚数の被処理体の処理が終了した後、前記搬送機構により、前記

本発明の の観点で



除電機能を備えた処理装置を提供する。
【０００８】

第３ は、被処理体に処理を施す複数の処理機構を備えた処理部と、
被処理体を収容する被処理体収容部と、
静電気中和機能を有する部材を待機させる待機部と、
被処理体および前記静電気中和機能を有する部材を選択的に前記処理部に対して搬入出す
るための第１の搬送機構と、
前記処理部内で各処理機構に対して被処理体または前記静電気中和機能を有する部材を搬
入出するための第２の搬送機構と、
所定数の被処理体の処理が終了した後、前記待機部から前記静電気中和機能を有する部材
を取り出し、その部材を被処理体の処理フローの少なくとも一部のフローで装置内にフロ
ーさせるように前記第１の搬送機構および第２の搬送機構を制御する制御手段と
を具備し、前記静電気中和機能を有する部材により装置内を除電することを特徴とする、
除電機能を備えた処理装置を提供する。
【０００９】

第４ は、被処理体を処理する処理室を複数備えた処理
被処理体を複数収納可能な容器

被処理体 搬送する搬送機構と
、
この搬送機構に所定のタイミングで静電気中和機能を有する部材を保持させるように

制御する制御機構と
を具備することを特徴とする処理装置を提供する。
【００１０】

第５ は、被処理体を処理する処理室を複数備えた処理
被処理体を複数収納可能な容器

被処理体 搬送する の搬送
機構と、

搬送機構に所定のタイミングで静電気中和機能を有する部材を保持
させるように 制御する制御機構と
を具備することを特徴とする処理装置を提供する。
【 】

所定数の被処理体の処理が終了した後、待機部から静
電気中和機能を有する部材を搬送機構により被処理体の処理フローの少なくとも一部のフ
ローで処理装置内にフローさせて処理装置内を除電するので、イオナイザーのような大が
かりな装置を用いずに、しかも被処理体によって静電気が発生する部分を確実に、かつ自
動的に除電することができる。

【 】
さらに、 静電気中和機能を有する部材の 面の寸法およ
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本発明の の観点で

本発明の の観点で 部と、
を載置する容器載置部と、

　静電気中和機能を有する部材を待機させる待機部と、
および静電気中和機能を有する部材を選択的に前記処理部に

前記
搬送機構を

本発明の の観点で 部と、
を載置する容器載置部と、

　静電気中和機能を有する部材を待機させる待機部と、
および静電気中和機能を有する部材を選択的に前記処理部に 第１

　前記処理部内で各処理室に対して被処理体または前記静電気中和機能を有する部材を搬
送する第２の搬送機構と、
前記第１および第２の

前記第１および第２の搬送機構を

００１１
本発明の第１～３の観点によれば、

【００１２】
また、本発明の第４および５の観点によれば、搬送機構に所定のタイミングで、静電気中
和機能を有する部材を保持させることにより、イオナイザーのような大がかりな装置を用
いずに、確実にかつ自動的に搬送機構を除電することができる。
【００１３】
　上記第４および５の観点においては、前記制御手段が複数の搬送機構に所定のタイミン
グでかつ所定の順番で静電気中和機能を有する部材を保持させるように制御することが好
ましい。

００１４
上記第１～５の観点においては、 主



び形状を被処理体 と略同一とすることにより、被処理体と同様の
フローで装置内にフローさせることが容易であり、しかもその際に、被処理体により発生
した静電気を一層確実に除電することができる。さらにまた、待機部にて静電気中和機能
を有する部材を除電する除電手段を有することにより、静電気中和機能を有する部材の静
電気中和能力が有限であっても繰り返し使用することができる。
【 】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
図１は、本発明が適用されるＬＣＤ基板の塗布・現像処理システムを示す斜視図である。
【 】
この塗布・現像処理システムは、複数の基板Ｓを収容するカセットＣを載置するカセット
ステーション１と、基板Ｓにレジスト塗布および現像を含む一連の処理を施すための複数
の処理ユニットを備えた処理部２と、カセットステーション１上のカセットＣと処理部２
との間で半導体ウエハの搬送を行うための搬送機構３とを備えている。そして、カセット
ステーション１においてシステムへのカセットＣの搬入およびシステムからのカセットＣ
の搬出が行われる。また、搬送機構３はカセットの配列方向に沿って設けられた搬送路１
２上を移動可能な搬送アーム１１を備え、この搬送アーム１１によりカセットＣと処理部
２との間で基板Ｓの搬送が行われる。
【 】
また、カセットステーション１には静電気を中和する部材Ｎを待機させる待機部１３がカ
セットＣと並列に配置されている。この静電気中和機能を有する部材Ｎは、図２に示すよ
うに、静電気を中和する機能を有する材料からなるシート と芯材３２とが積層されて
構成されており、その 面の寸法および形状が基板Ｓ と略同一と
なっている。シート としては、静電気中和機能を有する合成ゴム（商品名ソルディオ
ン）、板状芯材の表面を湿潤部材で覆いアルコール等を吸着させたものが挙げられる。そ
して、後述するように、前記搬送アーム１１が、基板Ｓおよび静電気を中和する機能を有
する部材Ｎを選択的に搬送する。なお、待機部１３に、静電気中和機能を有する部材Ｎを
除電するイオナイザー除電機構等の除電手段（図示せず）を設けてもよい。これにより、
静電気中和機能を有する部材Ｎの静電気中和能力が有限であっても除電することにより部
材Ｎを繰り返し使用することができる。
【 】
処理部２は、前段部分２ａと後段部分２ｂとに分かれており、それぞれ中央に通路１５、
１６を有しており、これら通路の両側に各処理ユニットが配設されている。そして、これ
らの間には中継部１７が設けられている。
【 】
前段部２ａは、通路１５に沿って移動可能なメインアーム１８を備えており、通路１５の
一方側には、ブラシ洗浄ユニット２１、水洗ユニット２２、アドヒージョン処理ユニット
２３、および冷却ユニット２４が、他方側には２つのレジスト塗布ユニット２５が配置さ
れている。一方、後段部２ｂは、通路１６に沿って移動可能なメインアーム１９を備えて
おり、通路１９の一方側には複数の加熱処理ユニット２６および冷却ユニット２７からな
る熱系ユニット群２８が、他方側には２つの現像処理ユニット２９が配置されている。熱
系ユニット群２８は、ユニットが２段積層されてなる組が通路１９に沿って３つ並んでお
り、上段が加熱処理ユニット２６であり、下段が冷却ユニット２７である。加熱処理ユニ
ット２６は、レジストの安定化のためのプリベーク、露光後のポストエクスポージャーベ
ーク、および現像後のポストベーク処理を行うものである。なお、後段部２ｂの後端には
露光装置（図示せず）との間で基板Ｓの受け渡しを行うためのインターフェース部３０が
設けられている。
【 】
上記メインアーム１８は、搬送機構３の搬送アーム１１との間で基板Ｓの受け渡しを行う
とともに、前段部２ａの各処理ユニットに対する基板Ｓの搬入・搬出、さらには中継部１
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の主面の寸法および形状

００１５

００１６

００１７

３３
主 の主面の寸法および形状

３３

００１８

００１９

００２０



７との間で基板Ｓの受け渡しを行う機能を有している。また、メインアーム１９は中継部
１７との間で基板Ｓの受け渡しを行うとともに、後段部２ｂの各処理ユニットに対する基
板Ｓの搬入・搬出、さらにはインターフェース部３０との間の基板Ｓの受け渡しを行う機
能を有している。
【 】
カセットステーション１の搬送アーム１１およびメインアーム１８，１９の駆動系は、図
３に示すように、コントローラ４１に接続され、コントローラ４１からの制御信号により
制御される。そして、このコントローラ４１はシステム全体の制御を行うＣＰＵ４２によ
って制御される。コントローラ４１は、所定数例えば１ロットの基板Ｓの塗布・現像処理
が終了した後、待機部１３から静電気中和機能を有する部材Ｎを取り出し、基板Ｓと同様
のフローで前記静電気中和機能を有する部材を装置内にフローさせるように、搬送アーム
１１およびメインアーム１８、１９の駆動系を制御する。
【 】
このように構成される塗布・現像処理システムにおいては、カセットＣ内の基板Ｓが、処
理部２に搬送され、まず、洗浄ユニット２１および水洗ユニット２２により洗浄処理され
、レジストの定着性を高めるためにアドヒージョン処理ユニット２３にて疎水化処理され
、冷却ユニット２４で冷却後、レジスト塗布ユニット２５でレジストが塗布される。その
後、基板Ｓは、加熱処理ユニット２６の一つでプリベーク処理され、冷却ユニット２７で
冷却された後、インターフェース部３０を介して露光装置に搬送されてそこで所定のパタ
ーンが露光される。そして、再びインターフェース部３０を介して搬入され、加熱処理ユ
ニット２６の一つでポストエクスポージャーベーク処理が施される。その後、冷却ユニッ
ト２７で冷却された基板Ｓは、現像処理ユニット２９で現像処理され、所定の回路パター
ンが形成される。現像処理された基板Ｓは、メインアーム１９，１８および搬送機構３の
搬送アーム１１によってカセットステーション１上の所定のカセットに収容される。
【 】
このような処理工程が、所定数例えば１ロットの基板Ｓについて終了した後、コントロー
ラ４１は、待機部１３から静電気中和機能を有する部材Ｎを取り出し、基板Ｓの処理フロ
ーの少なくとも一部のフローで前記静電気中和機能を有する部材Ｎを装置内にフローさせ
るように、搬送アーム１１およびメインアーム１８、１９の駆動系を制御する。
【 】
このように静電気中和機能を有する部材Ｎを基板Ｓの処理フローの少なくとも一部のフロ
ーで装置内にフローされるので、各ユニットの載置台や真空チャック、および搬送アーム
１１、メインアーム１８，１９等が帯電していても、その静電気が静電気中和機能を有す
る部材Ｎにより中和され、静電気がほぼキャンセルされる。
【 】
このように、静電気中和機能を有する部材Ｎを基板Ｓの処理フローの少なくとも一部のフ
ローで処理装置内にフローさせて処理装置内を除電するので、イオナイザーのような大が
かりな装置を用いずに、しかも基板Ｓによって静電気が発生する部分を確実に、かつ自動
的に除電することができる。また、静電気中和機能を有する部材Ｎの面の寸法および形状
を基板Ｓと略同一としたので、基板Ｓと同様のフローで装置内にフローさせることが容易
であり、しかもその際に、基板Ｓにより発生した静電気を一層確実に除電することができ
る。
【 】
なお、本発明は上記実施の形態に限定されず、種々の変形が可能である。例えば、上記実
施の形態では、本発明の装置をレジスト塗布・現像ユニットに適用した例を示したが、こ
れに限らず他の処理に適用してもよい。被処理体としてＬＣＤ基板を用いた場合について
示したが、これに限らず半導体ウエハ等他の被処理体の処理の場合にも適用可能であるこ
とはいうまでもない。
【 】
【発明の効果】
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以上説明したように、本発明によれば、所定数の被処理体の処理が終了した後、待機部か
ら静電気中和機能を有する部材を搬送機構により被処理体の処理フローの少なくとも一部
のフローで処理装置内にフローさせて処理装置内を除電するので、イオナイザーのような
大がかりな装置を用いずに、しかも被処理体によって静電気が発生する部分を確実に、か
つ自動的に除電することができる。
【 】
また、

【 】
さらに、静電気中和機能を有する部材の 面の寸法および形状を被処理体

と略同一とすることにより、被処理体と同様のフローで装置内にフローさせるこ
とが容易であり、しかもその際に、被処理体により発生した静電気を一層確実に除電する
ことができる。さらにまた、待機部にて静電気中和機能を有する部材を除電する除電手段
を有することにより、静電気中和機能を有する部材の静電気中和能力が有限であっても繰
り返し使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用されるレジスト塗布・現像システムを示す斜視図。
【図２】本発明に用いられる静電気中和機能を有する部材の一例を示す斜視図。
【図３】図１の塗布・現像システムに適用される搬送アームおよびメインアームの制御系
を示す模式図。
【符号の説明】
１……カセットステーション
２……処理部
３……搬送機構
１１……搬送アーム
１３……待機部
１８，１９……メインアーム
４１……コントローラ
４２……ＣＰＵ
４６……穴
Ｎ……静電気中和機能を有する部材
Ｓ……基板
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００２８
搬送機構に所定のタイミングで、静電気中和機能を有する部材を保持させることに

より、イオナイザーのような大がかりな装置を用いずに、確実にかつ自動的に搬送機構を
除電することができる。

００２９
主 の主面の寸法お

よび形状



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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